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Strukturen schaffen

Im Verbundprojekt P3T haben die Projektpartner ein modulares Anlagenkonzept zur strukturier-
ten Metallisierung auf Polymerfolien fir Elektronikkomponenten entwickelt.
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=> Damit lassen sich Energie, Material
und Kosten bei der Herstellung von Lei-
terplatten sparen, aus denen zumeist die
Hauptkomponenten elektronischer Ge-
rate bestehen. Dabei geht der Trend im-
mer mehr zu flexiblen Leiterplatten (Fle-
xible Printed Board — FPC). Fiar den
weltweiten Markt fiir FPC, RFID (Radio
Frequency Identification) und Biosen-
soren werden enorme Wachstumspoten-
ziale prognostiziert. Die Herstellung die-
ser Elektronikkomponenten ist nach wie
vor aufwendig. Fiir eine RFID-Antenne
beispielsweise werden im Schnitt etwa
80 Prozent der auflaminierten Kupfer
schicht weggeatzt und anschliefend mit
hohem Energieaufwand entsorgt oder
wiederverwertet.

Drei innovative Fertigungsmodule

Das Ziel des Verbundprojekts P3T war die
Entwicklung eines modularen proto-
typischen Anlagenkonzepts zur kontinu
ierlichen, ressourcenschonenden und
kosteneffhizienten Fertigung von struktu
rierten Metallisierungen auf Polymer-
folien fiir Elektronikkomponenten und
Biosensoren. Drei flexible Fertigungsmo-
dule sollten im kontinuierlichen Rolle-

Die Effizienzfabrik sowie das Verbund-
projekt P3T (Plasma, Printing &
Packaging Technology) werden mit
Mitteln des Bundesministeriums fir
Bildung und Forschung (BMBF) im
Rahmenkonzept ,Forschung fiir die
Produktion von morgen” gefordert und
vom Projekttrager Karlsruhe (PTKA)
betreut.

Beim Verbundprojekt P3T geht es
um die Kosteneinsparung bei der
Herstellung von Leiterplatten.

zu-Rolle-Verfahren die gesamte not-

wendige Prozesskette zur Herstellung

der Elektronikkomponenten abde-
cken. Diese Module setzten sich wie
folgt zusammen:

1. Strukturierte Aktivierung der Folien
oberflache mittels Atmospharen-
druckplasma (Plasma-Printing)

2. Selektive additive chemische Metalli-
sierung der aktivierten Folien

3. Aufbau- und Verbindungstechnik
(Dispensen, Bestiickung, Léten)

Zusammen mit den Endanwendemn

wurden zundachst Pflichtenhefte erarbei-

tet, entsprechende Testlayouts sowie

Substratmaterialien zur Verfigung ge-

stellt und erste Optimierungen vorge

nommen. Diese Erkenntnisse flossen in
den Aufbau eines neuen optimierten
prototypischen Plasmamoduls mit einer

Anlagenbreite von 400 Millimetern ein.
Parallel dazu wurden ein Versuchs-

Bandgalvanikmodul aufgebaut und die

prinzipielle Funktionsweise getestet. Im

Bereich der Aufbau- und Verbindungs-

technik entstand eine neue prototypi-

sche Bestiick- und Loteinheit fir Folien-
breiten bis zu 400 Millimetern. Fiur die

Plasmaaktivierung und die Aufbau- und

Verbindungstechnik wurden an den Ein-

zelmodulen erste Grenzparameter quali-

fiziert (Strukturgroffen, Material- und

Energieverbrauch, Geschwindigkeiten).

Erfolgreiche Prototypen

Anhand von Prototypen der modularen
Fertigungsanlage konnte erstmals de-
monstriert werden, dass eine Direkt-
strukturierung von Edelmetall- bezie-
hungsweise Kupferschichten mit einer
Dicke von 50 Nanometern bis funf
Mikrometern und Strukturbreiten bis zu
50 Mikrometern auf Kunststofftragern in
einer wirtschaftlichen und ressourcen
schonenden Massenfertigung moglich
ist. Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit
des Verfahrens fir die Biosensoren ge-
lang auf Basis von Test-Demonstratoren
uber die Validierung von Sensoren. ]
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